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ALAPFOGALMAK | - SZIGETELO ALAPU

INTEGRALT ARAMKOROK

A szigetel6 alapu integralt aramkori hordozokon az

elemek 6sszekotésére szolgald vezetékmintazatot, az
ellenallasok jelentds részét és egyes tovabbi passziv
elemeket a szigetel6 lemez feliiletén integralt

formaban rétegtechnolégiaval allitjuk el6.

Az alkalmazott technologia alapjan kétféle hordozét
kiildnboztetlink meg: vastagréteg és vékonyréteg IC.

Ha tovabbi alkatrészeket (Un. hibrid elemeket) is
beultetlink a szigeteld alapu integralt aramkdrbe, akkor

az aramkort hibrid IC-nek nevezziik.
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ALAPFOGALMAK Il - VASTAGRETEG

Vastagréteg: 5-70 um vastagsagu réteg, amelyet
szitanyomtatassal és hdkezeléssel paszta allagu
anyagbdl hoznak |étre altaldban keramiara
(ritkébban Gvegre, sziliciumra, passzivalt fém-
feltletre), vagy miianyag hordozéra.
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ALAPANYAGOK |

» Vastagréteg pasztak: kolloid szuszpenzié tipusu
anyagok a kdvetkezd 0sszetevokkel
« funkcionalis fazis (amely a vastagréteg alaptulajdonsagait szabja
meg: vezeto, ellenallas v. szigeteld réteg),
« szervetlen és/vagy szerves kdtéanyagok,
+ olddszerek.

» Arétegben visszamaradé kétéanyag
tipusa szerint megkulonboztetiink:
« szervetlen (Uveg/lveg-keramia, ill. reaktiv
kétéanyagu) vastagréteg pasztakat,
+ szerves (polimer) vastagréteg pasztakat.
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SZERVETLEN VASTAGRETEG
PASZTAK

Alapanyagok (pasztak) 6sszetétele:

* Funkcionalis fazis:
* Vezetéréteghez Ag-Pd, Au, Cu, W
* Ellendllasréteghez: ruténium, iridium
valamint rénium oxidja (RuO,)

+ Kotéanyag:
+ Alacsony olvadaspontu utveg (SiO,)
(olvadaspont csokkentése B, Ba,
régebben Pb)

» Olddszer
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ALAPANYAGOK I

» Vastagréteg hordozok: vastagréteg aramkoroket
elére elkészitett hordozékon hozzuk létre:

» keramiak (szervetlen és polimer rétegekhez),
+ aluminium-oxid (alumina) (Al,O5)

* berilium-oxid (BeO)
« aluminium-nitrid (AIN)

* passzivalt fétmhordozdk, zomancozott acél
(szervetlen és polimer rétegekhez),
» mUianyagok (csak polimer rétegekhez):
« epoxi alapu flexibilis vagy merev
(pl. Uvegszal er6sitésli FR4) hordozdk

+ poliimid folia
+ poliészter folia

XBMEETT
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INTEGRALT ALKATRESZEK

» Vastagréteg integralt alkatrészek: a vastagréteg

aramkorokben megvalosithaté elemek és passziv
alkatrészek a kdvetkezok:

kondenzatorok,
induktivitasok, —

X-BMEETT

huzalozasi palyak,——
huzalkeresztez6dések

és szigetel6 rétegekjii
kontaktus felliletek,———

eIIenéIIésok/(éIIandé értékil, hémérsékletfliggé NTC és
PTC, fesziiltségfliggd tipusok),
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A VASTAGRETEG TECHNOLOGIA

LEPESEI I: SZITANYOMTATAS
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A szitanyomtatdas lépései:

0. a paszta felkenése a
szitara, a hordozo
elhelyezése és

pozicionalasa
1. a nyomtatokés végig

gorgeti a pasztat a szitan
2. a szita felemelkedése a
hordozorol.

3. Pihentetés
szobahomérsékleten, a
paszta teriilése

Keramia alapu vastagréteg technoldgia



VASTAGRETEG TECHNOLOGIAK

A VASTAGRETEG TECHNOLOGIA
LEPESEI II: SZARITAS ES BEEGETES

» Szaritads 120...150 °C-on: az oldészerek eltavoznak.
+ Beégetés livegkotési pasztaknal altalaban 850 °C-on,

Siiritett levegé

Szallitészalagos Egéstermék

Ellenlégaram
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A VASTAGRETEG BEEGETO KEMENCE
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Mesh szam: az 1”-ra, azaz 25,4 mm-es hosszUsagra esé
nyilasok szama. .
Szitamaszk szerkezete

Vastagréteg IC-knél
hasznalatos szitamaszkok
mesh szama: 80...350.

Nyilas

svezetdréteg: 200...325

« forraszpaszta: 80...90

- ellenallasréteg: 160...250 ) ]

A Mesh szam befolyasolja /
a felnyomtatott

rétegvastagsagot! Huzal Emulzi6

Minden réteghez mas szitamaszk (szitanyomé maszk) sziikséges.
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SZITAMASZKOK TiPUSAI I: EMULZIOS

Nyomtatas iranya

Direkt emulziés maszk:

fényérzékeny emulzids réteg
kialakitasa és fotolitografias
meg-munkalasa kdzvetlenil a

szitan. (Tartds, de vastagsaga Szitaszévet Polimerizélédott
inhomogén.) emulzié
Indirekt emulziés maszk:

szilard fényérzékeny félia foto-

litografidas megmunkalasa, 3
majd rahengerlése a szitara. ‘
(Homogén vastagsag, Indirekt emulzi6

sérllékeny.) Direkt Tmulzié

Kombinalt emulziés maszk: v
az el6z6 ketts kombinacioja. W

(Eléz6ek el6nyeivel draga.)
Indirekt emulzié
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SZITAMASZKOK TiPUSAI II:

FEMMASZKOK

Indirekt fémmaszk:

Nyomtatas
Szitaszovet iranya

maratott fém féliamaszk
régzitése ragasztassal vagy
hegesztéssel a szitan. N

(100um feletti vastagsag, F

A S Ragaszté

egyszer hasznalhas) Be-bronz szita” Niréteg

[reit remmaszic lemez | I s |
Kétoldalrél maratott ( ) ‘
fémmaszk kdzvetlen | ) ( |
hasznalata. (Nagy felbontas, »
dra ) »alakado

r__aga‘ ) Ni-réteg
Fliggesztett fémmaszk: ¢ Rbazités

Maratott fémmaszk rogzitése
szitakeretben. (Draga és oo

tartés, forraszpasztahoz.)
Szitaszovet Fémmaszk
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SZITA- VS. STENCILNYOMTATAS

Amiben a két technolégia megegyezik:

Mind a kettével valamilyen pasztaallagu anyagot visziink fel egy
fellletre, maszkon keresztiil.

A két technolégia kiilonbozik:
1. A stencil egy 0sszefliggd fém lemez, amelyen aperttrakat
nyitunk, mig a szita egy fém (mlianyag) szalakbodl sz6tt szovet,

amelyet a megfeleld helyeken maszkolunk.
2. A stencil aperturak teljesen nyitottak, a szita aperturak NEM
3. A stencil felfekszik a hordozoéra, a szita NEM.

4. A stencilek f6 felhasznalasi terlilete a forraszpaszta nyomtatas,
mig a szitaké a vastagréteg paszta nyomtatas.
5. Az (emulzios) szitak a maszk eltavolitasa utan Ujra

hasznosithatok, a stencilek NEM.

% BMEETT Keramia alapti vastagréteg technolégia 15/32

Keramia alapu vastagréteg technoldgia



VASTAGRETEG TECHNOLOGIAK

HIBRID IC KESZITESE |

1. Keramia hordozo feliiletére
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HIBRID IC KESZITESE Il
1. Keramia hordoz6 feliiletére
-

vezetéréteg nyomtatasa, beégetése [REN

[
2,5 mm

25 um

R
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HIBRID IC KESZITESE Il

1. Keramia hordoz6 feliiletére

vezetéréteg nyomtatasa, beégetése [REN

2. Ellenallasréteg nyomtatasa (1)
| £
S
0
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HIBRID IC KESZITESE IV

1. Keramia hordozo feliiletére

vezetéréteg nyomtatasa, beégetése I -1

2. Ellenéllasréteg nyomtatasa (1)

| £

Ellenallasréteg nyomt. (2), beég. E
|
€]
w1t A
Q1 ©
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HIBRID IC KESZITESE V

1. Keramia hordozé feliiletére

Vezetéréteg nyomtatasa, beégetése I
2. Ellenéllasréteg nyomtatasa (1)

2,5 mm

Ellenallasréteg nyomt. (2), beég.
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HIBRID IC KESZITESE VI

1. Keramia hordozo feliiletére

vezetdréteg nyomtatasa, beégetése I
2. Ellenéllasréteg nyomtatasa (1)

2,5 mm

Ellenallasréteg nyomt.(2), beég

4. Ellenallés értékbeallitas lézerrel
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HIBRID IC KESZITESE VII

1. Keramia hordozo feliiletére

vezetéréteg nyomtatasa, beégetése

2. Ellenallasréteg nyomtatasa (1)

Ellenallasréteg nyomt. (2), beég.

2,5 mm

4. Ellenallas értékbeallitas lézerrel

5. Forraszpaszta nyomtatasa

25 um
AINE
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HIBRID IC KESZITESE VIII

1. Keramia hordozé feliiletére

vezetdréteg nyomtatasa, beégetése I
2. Ellenallasréteg nyomtatasa (1)

2,5 mm

Ellenallasréteg nyomt. (2), beég.

4. Ellenallés értékbeallitas lézerrel

5. Forraszpaszta nyomtatasa 4

6. Alkatrészek beiiltetése

25 um
A
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HIBRID IC KESZITESE IX

1. Keramia hordozo feliiletére

vezetdréteg nyomtatasa, beégetése I
2. Ellenallasréteg nyomtatasa (1)

2,5 mm

Ellenallasréteg nyomt. (2), beég.

4. Ellenallés értékbeallitas lézerrel

5. Forraszpaszta nyomtatasa

6. Alkatrészek beiiltetése

25 um
A

7. Ujradmlesztéses forrasztas 4
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HIBRID IC KESZITESE (PELDA)

Arany chip kontaktus
fellletek nyomtatasa|

és beégetése

Huzalozasi palya (pl.
AgPd) nyomtatasa

és beégetése

L
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HIBRID IC KESZITESE (PELDA)

= Ellenallasok
nyomtatasa tébb
lépésben és

egylttes beégetése

Utana ellenallasok
értékbeallitasa
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HIBRID IC KESZITESE (PELDA)

= Arany kontaktus

fellletet védo folia

Hordozé

el6készitése a
darabolasra

beliltetése és
forrasztasa

IC chip ragasztasa

Kivezetések kotése
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HIBRID IC KESZITESE (PELDA)

Hibrid IC ragasztasa
az alkatrész haz
hatoldalahoz és

huzalkotések
elkészitése

| (berillium-oxid keramia, §8 -
darlington tranzisztorral) FE

Az alkatrészhaz
oldalfala tovabbi
alkatrészekkel

Az oldalfal
felhelyezése,

kidntés és a tetd
felhelyezése
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RETEGELLENALLASOK ALAKJAIES

ERTEKBEALLITASA

Téglalap forma Cilinder forma (top hat)

O]

Ertékbeallitaskor lézerrel szigeteld vagatot
munkalunk a rétegbe. Ezzel a médszerrel az

ellenallas értéke csak névelhetd.

R=(p-)I(v-d)=(p/v)-(11d)=R, -(I/d)

ahol p a réteg fajlagos ellenallasa; v a
rétegvastagsaga; | az ellenallascsik hosszisaga; d

az ellenallascsik szélessége; Ry, a négyzetes

ellenallas.
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VAGATFORMAK

Vastagréteg ellenallaselemek értékbedllitasi vagatformai:

Egyenes vagatok Kettés vagat L vagat Meanderezés
—_ L

e e s

F‘ 2 = I —
g L ===" NN
T e I T e

d2
Nagy I/d-jii cilinder

Cilinder (top hat) alaku ellenallas

szamitasa: s |rel 17
L ot Rs
s s ]
rn ] = B
.
noe | [ i ol
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LEZERES
ERTEKBEALLITO Ertenttes
RENDSZER

Lézer

Lézersugar

/ ,/ X-eltéritd tiikor

Y-eltérito tiikor

Objektiv

Réteg Mérakor

XBMEETT
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A KERAMIA VASTAGRETEGEK
FELHASZNALASI TERULETEI

1. JO hdvezetés: nagyaramu és teljesitmény elektronika

2. J6 héallésag: magas hémérsékletl alkalmazasok

3. Kicsi dielektromos allando: nagyfrekvencias
alkalmazasok

4. Ellenallas érték allithatosag: specidlis alk., pl. aktiv
szlrék

X-BMEETT
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